Hightech in Bauform 0201

Leistungen von VIERLING fiir
Intel Comneon

e |ogistik und Materialmanagement

o SMT-Bestiickung (Surface Mounted
Technology)

e inkl. Bauform 0201 (0,3 x 0,6 mm)

® inkl. Mikro-BGAs
(bis zu neun Lotkontakte je mm?)

e |eiterplatten bis 0,5 mm Dicke

e Priifung (Automatische Optische
Inspektion, Flying Probe Test,
Funktionstest)

Muster- und Vorserienfertigung fiir die Handy-Entwicklung

0201 und Mikro-BGAs

Intel Comneon aus Nirnberg ist auf
Hard- und Software fur Mobilfunklo-
sungen spezialisiert. Das Unternehmen
lasst die Muster und Vorserien seiner
neuesten GSM- und UMTS-Modul-
karten fUr die Handy-Entwicklung bei
VIERLING fertigen. VIERLING er-
fullt alle Anforderungen von Intel
Comneon: Fertigung nach hdéchsten
QualitatsmaBstéaben mit miniaturisier-
ten Bauelementen bis Bauform 0201
(0,3 x 0,6 mm) und Mikro-BGAs (bis
zu neun Lotkontakte je mm3).

Technologische
Voraussetzungen

Technologisch kommt es bei der
Fertigung in Bauform 0201 und mit
Mikro-BGAs zunachst auf eine mo-
derne Ausrlstung und einen gut ab-
gestimmten Fertigungsprozess an.
Eine wichtige Herausforderung liegt
im Lotpastendruck.

Schwierige Suche

,Es ist nicht einfach, einen Ferti-
ger zu finden, der 0201 und Mikro-
BGAs technologisch  wirklich  be-
herrscht, sagt Stefan Frenzel, bei
Intel Comneon verantwortlich fur die
Fertigungsiberleitung. Besonders hohe
Anspriiche stellen die gemischte
Bestlickung der GSM- und UMTS-
Karten von Intel Comneon mit sehr
unterschiedlich groBen Bauelementen,
die hohe Packungsdichte und die Stor-
eigenschaften der Funktechnik. Um
einen geeigneten Fertiger zu finden,
hat Intel Comneon die Werke verschie-
dener EMS-Anbieter besichtigt und zu-
nachst kleine Auftrage platziert.

Viele kleine Optimierungen

~Schnell zeigte sich, dass unsere Pro-
dukte nicht im Handumdrehen in die
Fertigung einzufihren sind. Entschei-
dend ist, dass der Fertiger viele kleine
Optimierungen und laufende Anpas-

.
Ul Ly

sungen leisten kann®, sagt Frenzel.
Inzwischen lasst Intel Comneon fast
alle Muster seiner neu entwickelten
GSM- und UMTS-Modulkarten bei
VIERLING produzieren.



JVIERLING beherrscht die Fer-
tigung unserer anspruchsvollen
miniaturisierten Baugruppen mit
0201-Bauelementen und Mikro-
BGAs bei einem kontinuierlich
hohen Qualitétsstandard. “

(Stefan Frenzel, bei Comneon verant-
wortlich fir die Fertigungsiberleitung)

Baugruppe im Reflow-Ofen: Die {fen von
VIERLING verfiigen iiber genau einstellbare
Heizzonen.

Bauteileabstande von nur 0,2 mm erfordern
hochgenaue Schablonen und Druckverfahren.

Abgestimmte Prozesskette fiir 0201

Moderne Ausriistung als Basis

VIERLING verflgt Giber die technische
Ausristung und die abgestimmten
Prozesse fUr Fertigung bis Bauform
0201. ,Die Basis sind hochgenaue
Lotpastendrucker und Bestlickungs-
automaten, exakt einstellbare Re-
flow-Lotdéfen mit groBer Prozesslange
sowie schonende Dampfphasenlot-
anlagen”, sagt Andreas Lebrecht,
Leiter Flachbaugruppenfertigung bei
VIERLING. ,Bei 0201 und Mikro-
BGAs muss die gesamte Prozesskette
abgestimmt sein.”

Hochgenauer Lotpastendruck

Bei Bauteileabstadnden von nur 0,2 Mil-
limetern erfordert bereits der Lotpas-
tendruck hochste Préazision. Deshalb
kommen bei VIERLING hochgenaue
Lotpastendrucker, Spannsysteme,
Druckschablonen, feinkérnige Lotpas-
ten und der eine oder andere techni-
sche Kniff zum Einsatz. ,Dinne Leiter-
platten von nur 0,5 Millimetern Starke
fixieren wir beim Bedrucken mit einem
abgestimmten Unterstitzungssystem.
Dies verhindert, dass sich die Leiter-
platte durchbiegt”, erklart Lebrecht.

Wohldosierte Warme

Beim Loten kommt es auf einen ge-
nau einstellbaren Reflow-Ofen an.
»Dies gilt besonders dann, wenn die
Baugruppe mit Bauteilen sehr un-
terschiedlicher GroBe bestlckt ist”,

sagt Lebrecht. ,Kleine Bauteile hei-
zen sich wesentlich schneller auf als
groBe, deshalb besteht das Risi-
ko, dass 0201-Bauelemente bereits
Uberhitzen, wahrend groBe Stecker,
Kondensatoren oder Spulen noch
nicht geldtet sind.” Notig ist ein Re-
flow-Ofen mit moglichst vielen genau
einstellbaren Heizzonen sowie fein re-
gelbaren Lufterdrehzahlen.

Intel Mobile Communications

Die Intel Comneon GmbH ist eine 100-pro-
zentige Tochtergesellschaft der Intel Mobile
Communications GmbH. Das Unternehmen
entwickelt und vermarktet innovative Halb-
leiterprodukte und Lésungen flir die Mobil-
funkkommunikation — insbesondere in den
rasant wachsenden Marktsegmenten der
Smartphones und Tablets sowie der nied-
rigpreisigen Mobiltelefone (ultra-low-cost).
Weitere Informationen: www.intel.com
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